[bookmark: _GoBack]2.　半導体パッケージの種類（NEW）
　半導体には大きく分けて2種類のパッケージが存在します。ディスクリート部品（非表面実装用）と表面実装用部品です。ディスクリート部品の代表がDIP(dual in package)型と言うパッケージでプラスチックの横両側に端子(PIN)が並んでいる形です。端子間隔は2.74mmと広く、一般的なユニバーサル基板の穴間隔と同じなのでDIP素子のピンがユニバーサル基板の穴に入いります。回路試作をする場合はDIP素子を使うと手軽に回路試作を行う事ができます。DIP素子の端子数は6､8､14､16､20､24､32等があり、それに合わせたソケットも販売されています。ソケットを使うと素子の抜き差しができるので、素子を破損した場合の交換や試作完了後の素子回収に便利です。しかし、最近はDIP素子を供給するメーカが減ってきました。DIP素子が入手できない場合は表面実装素子を変換基板を用いてDIP化します。
　表面実装部品は多種多様あります。PC基板に直接半田付をする目的の素子です。端子間隔はSOPと呼ばれる1.27mm、SSOP（背の低いTSOP）と呼ばれる0.63mmが一般的です。マイコンは特殊で0.5mmが主流です。端子配列はDIP素子と同じです。端子配列が左右異なるものにSOT型があります。端子間隔は0.63mmですが、片側に3本、反対側に1本とか左右の端子数が異なります。マイコンはパッケージの4方向に端子が出ているものが多く、32(8X4)､48(12X4)､64(16X4)､80(20X4)､100(25X4)などが有ります。端子の形状ではリード型(QFP)と言って端子が外にはみ出している形のものと、ノンリード型(QFN)と言い、端子がパッケージの下に納まっているものがあります。端子数が多くなるとPGA(PIN GRID ARRAY)の様な下向きに端子が並んでいるものが有りますが、パソコン用で大きな装置を作らない限り、お目に掛かることはありません。

１．オペアンプの技術と応用上の注意点
オペアンプは演算のできるアナログ素子です。入力抵抗(Ri)とフィードバック抵抗(Rf)の値で増幅率(Rf/Ri)と計算できます。
例えば、Ri=10kΩ、Rf=100kΩとすると増幅率は10(100/10)倍となります。従って、入力電圧が+0.1Vとすると出力電圧が+1.0Vになります。
また、オフセット電圧(下駄)が外部設定できるので出力電圧を電圧方向に平行移動させる事ができます。演算式で言うと
出力電圧 = A(増幅率) X 入力電圧 + B(オフセット電圧)　と計算できます。

電源面から見たオペアンプの種類は２つあります。
２電源型：　初期のオペアンプは全てこの方式でした。同じ電圧の電源ペア（＋値とー値）、例えば、+12Vと-12V、+5Vと-5V等です。
この方式は反転増幅(入力値と出力値が異なる符号を持つ：例：入力値が+0.1Vの場合、出力値が‐1.0V)事を前提にしたものです。古いオペアンプはこの様にしないと安定性が保たれなかった事に起因しています。
単電源方式：　この形のオペアンプが多くなってきました。電源ペアが(＋値と０V)、例えば、+12Vと0V、+5Vと0V等です。
この場合、－側の電源を用意する必要が無いので、回路設計の負荷が経験されます。

